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Der Ausgangspunkt 
Funktionsumfang 

(Leistungsdichte) 

Robustheit Kosten 

• Metallkernleiterplatte (mc-
PDB oder insulated metal 
substrate, IMS) 

• Leiterplatte auf Alu-
Kühlkörper 

• Viele Grenzflächen im 
thermischen Pfad 

• Lange Toleranzkette für 
mechanische Ausrichtung 
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Das Gesamtsystem zählt! 

                               

LED  

                               

Lot (SnAgCu) 

Leiterbahnen 
Dielektrikum  

Al-Substrat 

Kleber / TIM  

Al-Kühlkörper 

1..6 K/W 

5..20 K/W 

1..10 K/W 

Trotz IMS bleibt der 
Schaltungsträger der  
thermische Engpass! 

IMS 
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Optimierungsoptionen 

Materialien mit besserer Wärmeleitfähigkeit 

Geometrie optimieren (z.B. dünner) 
Package Rth 

Kontaktwiderstand minimieren (Prozess & Material) 
Schichten eliminieren 

Materialien mit besserer Wärmeleitfähigkeit 
Package Rth 
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Geht es auch ohne PCB? 

                               

                               

Leiterbild auf  
Alu-KK aufbringen 

                               

                               

Leiterbild auf  
Polymersubstrat aufbringen 

Cu oder Ag basierte 
gedruckte Leiterbahnen 

keramisches oder glas- 
artiges Dielektrikum 

Leitkleber 

Cu oder Ag basierte 
gedruckte Leiterbahnen 

wärmeleitfähiger 
Kunststoff 
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Weniger ist mehr 

Vorteile Kunststoff  
- Geringes Gewicht  
- Keine Isolationsschicht 

nötig 
Vorteile Alu-KK  

- Hohe Wärmeleitung  
- Materialverbund Metall / 

Keramik  
- Geringe Kosten  
- Gute Umformbarkeit  

 
 

Leiterbahnen auf isoliertem 
Alu-Kühlkörper  

Thermographie der 
bestückten Baugruppe 
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Herausforderungen 
• Fehlstellenfreie Isolation  
• Schichtstruktur und Schichthaftung  
• Ausgleich der Wärmeausdehnung  
• Druck von langzeitstabilen  

Leiterbahnen  
• Prozessstabilität 
• Assemblierung auf 3D-Oberfläche  
• Generative Herstellungsverfahren 
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Projektdetails 

Projektkonsortium:  
 
 
 
 
Projektlaufzeit: 01.02.2016 – 31.01.2019 
 
 
Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms "Produktion der 
Zukunft" aus Mitteln der FFG und des  BMVIT gefördert. 

Fertigungstechnik Oberflächentechnologie Thermische Simulation 
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